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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線周波数識別タグ組立体を製造する方法であって、
　チップを基板の上面に取り付けることと、
　各々電気絶縁体である、前記基板の前記上面における予め定められたレイアウトでの複
数の受け取りパッドを備える無線周波数識別アンテナ受け取り層を形成することと、
　ワイヤーボンディング処理を用いて、無線周波数識別アンテナを形成することと、
　を備え、
　前記無線周波数識別アンテナを形成することは、
　前記複数の受け取りパッドの第１の受け取りパッドにボンドワイヤーの第１の端をワイ
ヤーボンディングすることと、
　前記チップに前記ボンドワイヤーの第２の端をワイヤーボンディングすることと、
　前記複数の受け取りパッドの第２の受け取りパッドに前記第１の端と前記第２の端との
間の中間場所での前記ボンドワイヤーをワイヤーボンディングすることと、
　を備え、
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの過半は、１つ以上のボンドワイヤーによっ
て形成され、
　前記複数の受け取りパッドの前記予め定められたレイアウトは、前記無線周波数識別ア
ンテナの形を提供する、
　方法。
【請求項２】
　前記無線周波数識別アンテナを形成することは、前記ワイヤーボンディング処理として
ウェッジボンディング処理を用いることを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線周波数識別アンテナを形成することは、前記ワイヤーボンディング処理として
ボールボンディング処理を使用することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の受け取りパッドを形成するように、前記基板の上に、電気絶縁性を有するプ
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レコート接着剤を適用することと、
　前記複数の受け取りパッドを形成する前記電気絶縁性を有するプレコート接着剤を用い
て、前記基板の前記上面に前記チップを取り付けることと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの過半をワイヤーボンディングすることと、
　連続したワイヤーボンディング処理を用いて、前記チップに前記ボンドワイヤーの前記
第２の端をワイヤーボンディングすることと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線周波数識別アンテナを形成することは、前記無線周波数識別アンテナの全体の
長さの過半を形成するように、銅、アルミニウム、パラジウム被覆銅、およびアルミニウ
ム被覆銅のワイヤーまたはリボンのうちの少なくとも１つをワイヤーボンディングするこ
とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線周波数識別アンテナを形成することは、前記基板の前記上面と前記無線周波数
識別アンテナとの間に前記複数の受け取りパッドを位置決めすることを含む、請求項１に
記載の方法。　
【請求項８】
　前記１つ以上のボンドワイヤーから前記無線周波数識別アンテナの全体の長さを形成す
ることを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　無線周波数識別タグ組立体であって、
　上面を含む基板と、
　各々電気絶縁体である、前記基板の前記上面に位置して予め定められたレイアウトでの
複数の無線周波数識別アンテナ受け取りパッドを備える受け取り層と、
　前記基板の前記上面に位置するチップと、
　全体の長さを有する無線周波数識別アンテナと、
　を備え、
　前記無線周波数識別アンテナは、前記複数の受け取りパッドの第１の受け取りパッドに
取り付けられた第１の端、前記チップに取り付けられた第２の端、及び前記第１の端と前
記第２の端との間の中間場所を有するボンドワイヤーを備え、
　前記中間場所は、前記複数の受け取りパッドの第２の受け取りパッドに取り付けられ、
　前記複数の無線周波数識別アンテナ受け取りパッドの前記予め定められたレイアウトは
、前記無線周波数識別アンテナの形を提供し、
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの過半は、前記チップと前記複数の無線周波
数識別アンテナ受け取りパッドとに取り付けられた１つ以上のボンドワイヤーを備える、
　無線周波数識別タグ組立体。
【請求項１０】
　前記無線周波数識別アンテナの前記１つ以上のボンドワイヤーは、少なくとも１つのウ
ェッジボンディングされたボンドワイヤーを備える、請求項９に記載の無線周波数識別タ
グ組立体。
【請求項１１】
　前記無線周波数識別アンテナの前記１つ以上のボンドワイヤーは、少なくとも１つのボ
ールボンディングされたボンドワイヤーを備える、請求項９に記載の無線周波数識別タグ
組立体。
【請求項１２】
　前記受け取り層は、電気絶縁性を有するプレコート接着剤を含み、
　前記ボンドワイヤーの前記第１の端は、前記電気絶縁性を有するプレコート接着剤に取
り付けられ、
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　前記チップは、前記電気絶縁性を有するプレコート接着剤を用いて、前記基板の前記上
面に取り付けられている、
　請求項９に記載の無線周波数識別タグ組立体。
【請求項１３】
　前記無線周波数識別アンテナは、前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの過半を提
供する、銅、アルミニウム、パラジウム被覆銅、およびアルミニウム被覆銅のワイヤーま
たはリボンのうちの少なくとも１つである、請求項９に記載の無線周波数識別タグ組立体
。
【請求項１４】
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さは、１つ以上のボンドワイヤーによって提供
される、請求項９に記載の無線周波数識別タグ組立体。
【請求項１５】
　チップレス無線周波数識別タグ組立体であって、
　上面を含む基板と、
　各々電気絶縁体である、前記基板の前記上面に位置する複数の無線周波数識別アンテナ
受け取りパッドを備える受け取り層と、
　無線周波数識別アンテナと、
　を備え、
　前記無線周波数識別アンテナは、前記複数の受け取りパッドの１つに取り付けられた第
１の端、前記第１の端に対向する第２の端、及び前記第１の端と前記第２の端との間の中
間場所を備え、
　前記中間場所は、前記複数の受け取りパッドの第２の受け取りパッドに取り付けられ、
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの過半は、少なくとも１つのボンドワイヤー
を備え、
　前記少なくとも１つのボンドワイヤーは、前記無線周波数識別アンテナの全体の長さの
過半を提供する、銅、アルミニウム、パラジウム被覆銅、およびアルミニウム被覆銅のワ
イヤーまたはリボンのうちの少なくとも１つである、
　チップレス無線周波数識別タグ組立体。
【請求項１６】
　前記受け取り層は、前記無線周波数識別アンテナと前記基板の前記上面との間に位置す
る、請求項１５に記載のチップレス無線周波数識別タグ組立体。
【請求項１７】
　前記無線周波数識別アンテナの全体の長さは、前記少なくとも１つのボンドワイヤーに
よって提供される、請求項１５に記載のチップレス無線周波数識別タグ組立体。
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